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\ CALCULATEUR ELECTRONiQUE ET PROCEDE DE REALISATION D'UN TEL CALCULATEUR. 

57) La pr^ente invention concern e un calculateur 6lectro- 
ril^ue (10) du genre comporlant un circuit 6lectronique (12) 
muni d'une plurality de composants electroniques (13) por- 
t6s pas des plaques de support (11) et un connecteur (14) 
de liaison avec un milieu ext^rieur, le dit calculateur 6tant 
adapts pour §tre mis en place sur un vShicuie automobile 
etdtant caractdrisd en ce que, le circuit ^iectronique (12) 
est enrob6 dans une matl^re synth6tlque (15) par sumnou- 
lagede Tensemble des composants 6lectroniques (13), ia 
dite matldne synth6tlque r^alisant un refroidlssement du 
calculateur, une protection m^canique des dits composants 
et une dtanchdite de ces composants vis k vis du milieu ex- 
tdrleur au calculateur. 
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La prSsente invention conceme un calculateur §lectroniqu6 et un 
proc6d6 de realisation cfun tel calculateur. Plus particuli§rement, ce calculateur 
est destine a Squiper des vehicules automobiles et est, par exemple, adapts pour 
g^rer le fonctionnement d'un moteur a combustion inteme. 
5 Dans ie domaine automobile on cherche, de maniere genSrale, d 

reduire I'encombrement. le poids et le cout des dispositifs embarques. Les 
calculateurs eiectroniques mis en place sur les vehicules et assurant difrerentes 
fonctions. par exemple la gestion du fonctionnement du moteur, ou du freinage, 
ou de la transmission (boTte de vitesse) etc sent, bien entendu, egalement soumis 
10 e ce type d'imperatifs. 

Les calculateurs actuellement embarques sur v§hicules sont constituds 
sous la forme de boitiers, enfemnant des composants eiectroniques. Or ces 
tK)Ttiers sont relativement volumineux et necessitent de nombreuses etapes de 
fabrication. 

15 L'objet de la presente invention est de realiser un calculateur destine e 

etre embarque sur un vehicule automobile presentant de faibles dimensions, 
facile e realiser a moindre cout, tout en etant capable d*assurer la protection 
mecanique, le refroidissement des composants et retancheite des composants 
qu'il contient vis S vis du milieu exterieur. 

20 A cet effet la presente invention conceme un calculateur electronique 

du genre comportant un circuit ^interconnexion muni d'une pluralite de 
composants eiectroniques portes par des plaques de support et un connecteur de 
liaison avec un milieu exterieur, le dit calculateur etant adapte pour etre mis en 
place sur un vehicule automobile et etant caracterise en ce que, le circuit 

25 d'interconnexion est enrobe dans une matiere synthetique par surmoulage de 
Tensemble des composants eiectroniques, la dite matiere synthetique etant 
adaptee pour favoriser le refroidissement du calculateur, proteger mecaniquement 
les composants et assurer une etancheite de ces composants vis a vis du milieu 
exterieur au calculateur. 

30 Grace a cette disposition, par un simple surmoulage de I'ensemble des 

composants eiectroniques. on evite d*avoir a constltuer autour de ces composants 
un boTtier. La realisation du calculateur en est simplifiee, allegee et moins 
couteuse. La matiere synthetique utilisee permet de proteger mecaniquement les 
composants contre les chocs puisqu'elle les enveloppe. Cette matiere synthetique 

35 assure egalement retancheite des composants vis e vis du milieu exterieur, en 
s'interposant dtrectement et en tout point du circuit electronique entre les 
composants eiectroniques et le milieu exterieur. 
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En outre selon une disposition avantageuse de I'invention, la matldre 
surmoui§e prSsente des puits de refroidissement, d Taplomb des composants 
susceptibles d'^mettre de la chaleur. 

Ces puits sont realises tr6s facilement, pendant le sunnoulage de 
5 Tensemble du circuit diectronique, ce qui dvite d'avoir d adjoindre des dispositifs 
annexes de refroidissement. On §vite ainsi d*augmenter l*encombrement des 
calculateurs» par des dispositifs de refroidissement classiques du type atlettes, 
radiateurs etc., 

Avantageusement la mati^re synth6tique utilis^e pour le surmoulage 
10 peut dtre une r^sine bi-composants. presentant un point de fusion bas. Ceci 
permet de ne pas ddverser sur les composants diectroniques, une matidre 
synth6tique d haute temperature, ce qui pourrait les ddteriorer. 

Avantageusement encore, on insufne un gaz dans la r^sine avant sa 
coulee. Ceci a pour effet d'alleger la r^sine, mais aussi d'am§liorer sa flexibility ce 
15 qui facilite sa coul§e. Preferentiellement les gaz insufflds dans la resine sont ceux 
d^gages par le melange des deux composants de la resine (lorsque celle-ci est 
une r§sine bi-composants). Ceci permet de couler la matiere de surmoulage ^ 
plus basse temperature que selon les precedes classiques. 

La pr§sente invention concerne egaiement un precede de realisation 
20 d'un tel calculateur. 

D'autres objets, caracteristiques et avantages de la pr^sente invention 
ressortiront d'ailleurs d la lecture de la description qui isuit, en reference aux 
dessins annexes, dans lesquels: 

- la figure 1 est une vue sch6matique en coupe d'un calculateur selon 
25 I'tnvention, selon la ligne l-l de la figure 2, 

- la figure 2 est une vue de dessus, d'un calculateur selon la pr^sente 
invention et, 

- la figure 3, est une vue schematique en coupe d'une variante de 
realisation d*un calcxilateur selon invention. 

30 Selon la forme de realisation montree aux figures 1 et 2 un calculateur 

10 selon Tinvention comporte: 

- au moins une plaque de support 1 1 , sur laquelle est fixSe un circuit 
d*interconnexion 12 comportant Tensemble des pistes de cSblage 
necessaires pour une pluralite de composants eiectroniques 13, 

35 - au moins un connecteur 14, adapts pour §tre relie avec tfautres 

calculateurs et/ou capteurs embarquds sur le vehicule automobile 
(non represent^) et, 

- une matiere de surmoulage 15 enrobant I'ensemble des 
composants electroniques. 
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Comme repr6sent6 aux figures 1 et 2 cette matiere de sunmoulage 15 
recouvre tous les composants Slectronrques, ainsi qu'au moins partieliement, ie 
circuit d*interconnexion 12 et Ie connecteur 14. 

Avantageusement, des puits de refroidissement 16, sent rdalisds d 
raplomb des composants susceptibles de ddgager de la chaleur. C'est par 
exemple Ie cas, pour Ie composant 17 represents d la figure 1. On remarque que 
ces puits, sont realises par un simple amincissement de Tepaisseur de la couche 
de matidre synthetique deposee par surmoulage, d i*aplomb des composants 
chauffant. 

L'energie calorifique dissipSe par Ie composant 17 (par exemple) est 
ainsi directement drainSe vers TextSrieur du calculateur, de maniSre S ne pas 
gdner Ie fonctionnement des composants Slectroniques voisins. 

L'amincissement de rSpaisseur de la couche de matidre synthetique 
est tr'ds aisS d r^aliser, puisqu'il suffit d*utiliser un moute de forme adapts. Get 
amindssement est ainsi realise directement pendant Ie surmoulage. 

On notera que I'amindssement de la couche de mati§re synthStique, 
n'est pas realise au detriment de retanchSitd du composant se trouvant sous Ie 
puits de refroidissement. En effet la couche de matidre synthetique restant sur ce 
composant est telle que retanch6ite est correctement assuree. 

De meme, i'amincissement de la couche de matiere synthetique n'est 
pas realise au detriment de ia protection mecanique du composant place sous Ie 
puits. En effet lorsque les dimensions du puits pourraient impliquer une 
fragilisation de la zone entourant Ie composant, on dispose dans ce puits une 
piuralite de raidisseurs 18. De preference ces raidisseurs sont places dans Ie 
sens de recoulement de Tair autour du calculateur (fieches F ^ la figure 2), de 
manidre d assurer un refroidissement optimal du composant chauffant. 

Avantageusement ces raidisseurs ameiiorent simultanemeiit TefTicadte 
du refroidissement. puisque la surface de matidre en contact avec Ie composant 
chauffant et balayee par Tair est augmentee, mais aussi la protection mecanique 
du composant chauffant. Ces raidisseurs, sont realises, pendant Ie surmoulage 
en cloisonnant, Ie puits de refroidissement. 

En variante pour ameliorer la circulation de Tair autour du calculateur 
les puits de refroidissement peuvent etre profiles. De meme la forme generate du 
calculateur est profiiee pour fadliter recoulement de Tair sur son pourtour. 

On notera que la matiere de surmoulage est une resine presentant un 
point de fusion relativement bas. Ainsi la temperature necessaire pour rendre 
fluide la resine est sufTisamment faible pour ne pas endommager les liaisons 
eiectriques du circuit eiectronique. En outre, lors de la coulee de cette matiere 
synthetique sur les composants eiectroniques. on insuffle dans la resine un gaz. 
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Ceci a pour efFet d'alldger la rSsine et de diminuer par consequent le coQt de la 
matidre premiere utilis6e, mais aussi de fluidifier la rdsine qui devient ainsi plus 
ais6e d couler, puisqu'elle est plus fluide done plus malleable et flexible. 

Avantageusement lorsque la resine utilisSe est une rSsine bi- 
5 composants le gaz insuffld est celui forme par le melange des deux composants. 

A titre d*exemple de matieres synthdtiques (ou naturelles) convenant 
pour un tel sunmoulage on peut utiliser un polyur^thanne PUR (mono ou bi- 
composants), un dpoxy EP, un elastomere de type ACM, EPDM, FPM etc.. 

Comme le montre la figure 3, en variante, ia mati§re de surmoulage 
10 peut recouvrir, en partie au moins. le connecteur 14 et la plaque d'embase 11. 
Ceci permet d'assurer r^tancheitS de ce connecteur au moment du surmoulage 
ce qui supprime une etape specifique d*6tanch6isation. 

On notera qu'il est classique de charger une rSsine au moment de sa 
coul§e. Dans le cas de la presente invention, la charge utilisde doit Stre un isolant 
15 Slectrique et un conducteur thermique. Une telle charge peut par exemple 6tre de 
la siltce. 

La presente invention conceme egalement, un precede de realisation 
d'un tel calcutateur ^lectronique. Ce procede consiste ^: 

-> assembler des composants electroniques. 13 sur un circuit 

20 d*interconnexion 12 et, 

- surmouler. a basse temperature, Tensemble de ces composants 
Electroniques avec une matiere synthetique 15, adaptee pour assurer le 
refiroidissement, une protection mecanique et une 6tancheit6 des composants vis 
d vis du milieu extdrieur au calculateur. 

25 Bien entendu, la pr6sente invention n'est pas limitee au mode de 

realisation ci dessus decrit, et englobe toute variante a la port^e de Thomme de 
Tart. Ainsi ii est possible de realiser un calculateur, selon Tinvention. dans lequel 
le circuit dUnterconnexion est un film flexible. De m§me. la forme de la matidre 
surmouiee peut suivre au plus pres celles des composants electroniques qu'elle 

30 recouvre, lorsque ces composants ne degagent pas de chaleur et sont 
sufHsamment proteges des chocs. En variante encore, la matiere synthetique 
utilisee peut etre rigide ou souple, I'essentiel est qu'elle assure les fonctions de 
rigidification mecanique. de refroidissement et d'etancheite imposees. En variante 
le circuit d'interconnexion peut etre surmouie avec des matieres synthetiques 

35 presentant des caracteristiques differentes, soit en superposant des couches de 
matiere differentes, soit en coulant des matieres differentes en differents endroits 
du circuit d'interconnexion. 
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RgVENDiCATIOMS 

1] Calculateur diectronique du genre comportant un circuit d'tnterconnexion (12) 
muni d*une plurality de composants 6lectroniques (13) portes pas des plaques de 
support (11) et un connecteur (14) de liaison avec un milieu extdrieur, le dit 
5 calculateur (10) dtant adapts pour dtre mis en place sur un v^hicule automobile et 
6tant caract^risd en ce que, le circuit d* interconnexion (12) est enrot>6 dans une 
matidre synthStique (15) par surmoulage de Tensemble des composants 
^lectroniques (13). la dite matiere synthetique 6tant adapt^e pour refroidir le 
calculateur, prot6ger mecaniquement les composants (13) et assurer une 

10 §tanch6it§ des composants vis ^ vis du milieu ext^rieur au calculateur. 

2] Calculateur §lectronique salon la revendication 1, caracteris§ en ce que le 
refroidissement des composants §lectr6niques (13) est assure par des puits de 
refroidissement (16) formes dans la mati§re synthetique (15) d I'aplomb des 
composants Slectroniques (17) susceptibles d'dmettre de la chaleur pendant leur 

15 fonctionnement. 

3] Calculateur electronique selon la revendication 2, caracterisd en ce que les dits 
puits (16) sont munis de moyens de raidissement (18). 

4] Calculateur electronique selon I'une des revendications prec6dentes, 
caract6ris6 en ce que Ton insuffle des gaz dans la resine avant sa coulee pour en 
20 factliter la coulee, d froid. sur les composants electroniques. 

5] Calculateur selon Tune des revendications precddentes, caracterisS en ce que 
la resine est chargee avec un composant etant simultandment un isolant 
6lectrique et un conducteur thermique. 

6] Calculateur Electronique selon l-une des revendications prdcddentes 
25 caractdrisE en ce que la matiere de surmoulage (15) engiobe au moins en partie 
le connecteur (14) de sorte d en assurer r^tanchditd. 

7] Calculateur Electronique selon I'une des revendications precedentes. 
caracterise en ce que la matiere synthetique (15) utilis6e est une r6sine bi- 
composants. 

30 8] Calculateur selon la revendication 7, caracterisE en ce que les gaz insufflEs 
dans la resine avant sa coulee sont ceux ddgages pendant le melange des 
composants de la rEsine. 

9] ProcEdE de realisation d'un calculateur electronique (10) selon i'une des 
revendications prEcEdentes, caractErise en ce qu*il consiste d: 
35 - assembler des composants Electroniques (13) sur un circuit 

d'interconnexion (12) et, 

- sunmouler, d basse temperature, rensemble de ces composants 
Electroniques (13) avec une matiEre synthEtique (15) adaptEe pour assurer, le 
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refroidissement, une protection mecanique et une 6tanch6it6 des composants 
(13) vis d vis du milieu exterieur au calculateur. 

10] Procedd selon la revendication 9, caracterisd en ce que pendant le 
surmoulage, on realise des amincissements (16) de l*6paisseur de ia matidre 
5 synthdtique (15) d l*aplomb des composants (17) susceptibles de degager de ia 
chaleur pendant leur fonctionnement. 
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Figure 1 
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